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- N Von der JPCA-Show 2018 berichtet Dr. Hayao

- T =g Nakahara: Material- und Maschinenhersteller fiir
die Leiterplattenfertigung sind bereits deutlich
erkennbar dabei, die Herausforderungen von
5G-Kommunikation, hochelektronisierten Fahr-
zeugen und smarten Fabriken umzusetzen

Beim ‘Obsolesence-Day‘ des COG Deutsch- Im BGA-Format integriert: TI-Prozessor, RAM, Networking- und Informationsplattform: Der

land e.V. am ersten electronica-Tag EEPROM und iiber 100 passive Bauelemente EMS-Workshop von INAMA in Miinchen
EDITORIAL CDESIGN
Die ,PLUS" ist 20: Na und? - Machen wir weiter! 1 1GHz-Computer im 27 x 27 mm-BGA-Gehause 45
Neuer DirectTranslator EX 8
AKTUELLES fiir direkte CAD-Konvertierung 43
Mit virtuellen Prototypen flexibel den Leiterplatten-
Nachrichten/Verschiedenes 5 designprozess verbessern 51
ZVEI: Deutscher Markt fiir Halbleiter 2018 stark
gewachsen — aber weniger als EMEA 18 LEITERPLATTENTECHNIK
Bedeutung der electronica wird weiter wachsen 21
— Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 3 Welche Zukunft haben Kapitane, Taxifahrer,
Neue Normen 38 Traktorfahrer oder Trucker 59
Bohrprazision auf neuem Niveau 66
BAUELEMENTE Mit Lasertechnologie Leiterplatten effizient bearbeiten 68
Obsoleszenz-Management ist gefragt 39  JPCA Show 2018 in Tokio 69

2 PLUS 1/2019



Software-Testing auf allen verfiigbaren Hardware-Plattformen — dank
Cloud und Crowd kein Problem und sogar DSGVO-konform méglich

Mit welchen Standards wird 14.0 in der SMT-Fertigung Realitdt? Zwei
Beitrage rund um den Hermes-Standard aus verschiedenen Blickwinkeln
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GrofBbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Technologie-Workshop von Wago Kontakttechnik in Chemnitz zur An-
schluss- und Verbindungstechnik auf Leiterplatten
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Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH présentiert

sich als Komplettdienstleister rund um die Entwicklung,
Beschaffung von Leiterplatten, deren Bestiickung und
Komplettmontage.

Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt, Auto-
motive, Medizintechnik, Industrieelektronik, Messtechnik,
Datentechnik und Telekommunikation angeboten.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de
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